 一、功能要求 

先进高功率X射线原位表征系统，包括四台设备，分别是智能多功能X射线衍射仪1台（配置多工位样品台），智能多功能X射线衍射仪1台（配置极图应力附件），微区X射线应力测量系统1台，二维广角数据测量系统1台。四台设备各有侧重，均能够独立工作，同时相互配合，共同组成该系统。其中： 

智能多功能X射线衍射仪（配置多工位样品台），能够精确地对金属和非金属粉末及块状多晶样品进行X射线衍射分析，配置多工位样品台实现样品批量的粉末物相分析、晶粒大小判断、结晶度分析、物相含量分析等； 

智能多功能X射线衍射仪（配置极图应力附件），能够精确地对金属和非金属粉末及块状多晶样品进行X射线衍射分析，可以进行粉末物相分析、晶粒大小判断、结晶度分析、物相含量分析，以及高强度织构、应力分析； 

二维广角数据测量系统，能够精确地对金属和非金属粉末多晶样品进行X射线衍射分析，配备原位拉伸台用于原位X射线研究材料的应力/应变和物相分析等。 

微区X射线应力测量系统，能够对大型和重型部件进行高精度微区残余应力分析。 

二、配置要求 

先进高功率X射线原位表征系统，包括以下四台设备 

1、智能多功能X射线衍射仪1台，配置多工位样品台 

2、智能多功能X射线衍射仪1台，配置极图应力附件 

3、微区X射线应力测量系统1台 

4、二维广角数据测量系统1台 

其中，4、二维广角数据测量系统是核心产品 

配置要求分别如下： 

智能多功能X射线衍射仪（配置多工位样品台）包括X射线发生器、高精密测角仪、一维高速半导体阵列探测器、多工位自动样品台、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件等。 

智能多功能X射线衍射仪（配置极图应力附件）包括X射线发生器、高精密测角仪、新型超高速二维硅像素探测器、多层膜反射镜、聚焦光束附件、微区附件、
大尤拉环样品台、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件等。 

二维广角数据测量系统包括X射线发生器、多层膜共聚焦镜、新型超高速二维硅像素探测器、光学系统、样品台、原位拉伸台、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件等组成。 

微区X射线应力测量系统包括X射线发生器、高精密角度仪、一维高速半导体阵列探测器、自动XYZ样品台、样品对准系统、入射准直器、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件等。 

三、 技术要求 

品目1：智能多功能X 射线衍射仪（配置极图应力附件） 

3.1 X 射线光源部分 

3.1.1 X 射线发生器部分和机柜 

3.1.1.1 发生器类型：高功率旋转靶发生器 

#3.1.1.2 最大输出功率：≥9kW 

3.1.1.3 管电压：≥20～45KV 

#3.1.1.4 管电流：≥10～200mA 

3.1.1.5 阳极类型：转靶，铜（Cu） 

3.1.1.6 X 射线防护标准: 安全连锁机构、剂量符合国标≤1.0μsv/h 

*3.1.1.7 焦斑尺寸：≤0.4 x 8mm 

3.1.1.8 电子枪灯丝材质：钨 

3.1.1.9 灯丝数量：≥9 根 

3.2 测角仪部分 

3.2.1 测角仪：立式测角仪，采用光学编码器技术 

*3.2.2 测角仪半径：≥300mm 

3.2.3 2θ扫描范围：≥0°～160° 

3.2.4 角度重现性：≤0.0001 

3.2.5 扫描方式：/测角仪，样品水平不动 

3.2.6 可读最小步长：≤0.0001 

*3.2.7 驱动方式：交流伺服电机驱动 + 双光学编码器 

3.2.8 程序自动可变三狭缝系统： DS 狭缝0.01~7mm；SS、RS 狭缝0.01~20mm 

（使用聚焦法光学系统时可以设定照射面积。） 

#3.2.9 仪器调整：仪器具有全自动调整程序,进行全自动光路调整功能。 

3.2.10 光路各器件，均带有智能识别标记，可被衍射仪自动识别。 

3.2.11 有全自动测量程序和操作指导程序，在方便用户操作的同时，帮助用户得到专家级的测试结果。 

3.3 探测器部分 

3.3.1 一维半导体阵列探测器 

3.3.1.1 通道数：≥256 道 

3.3.1.2 检测模式：零维和一维模式可以互换使用 

3.3.1.3 动态范围：≥1 x 109 cps 

3.3.1.4 最大计数：≥9 x 107 cps 

3.3.1.5 背景：≤0.1 cps 

*3.3.1.6 有效面积：≥384mm2 

3.3.1.7 能量分辨功能：具有高计数模式及去除荧光背景模式功能 

3.3.1.8 完全免维护 

3.4 多工位自动样品台 

3.4.1 样品位数：≥48 位 

3.4.2 测量方式：反射，自转 

3.4.3 软件控制：可对每个样品单独设定测量程序 

3.5 数据处理软件 

3.5.1 物相定性分析 

3.5.2 物相RIR 定量分析 

3.5.3 图谱处理,包括:平滑，背景扣除，寻峰，点阵参数精密化，晶粒大小与晶胞畸变&结晶度分析等 

3.5.4WPF 结构分析软件 

3.5.5 最新版PDF-4 数据库，使用权限≥10 年 

3.6 循环水冷系统及仪器控制和数据采集系统 

循环水冷系统及仪器控制 

3.6.1 工作要求：连续工作 

3.6.2 控温精度：≤2℃ 

3.6.3 供水流量：满足发生器要求 

3.6.4 进水温度：可调，保证主机正常运转 

仪器控制和数据采集系统 

3.6.5 计算机 

电脑：OS : WIN10 英文 

CPU: 不低于I7 

内存：8G 

硬盘：1T 

显示器：27” 

显卡：2G 独立显卡 

光驱：8X 

配套打印机：1 台 

品目2：智能多功能X 射线衍射仪（配置极图应力附件） 

3.1 X 射线光源部分 

3.1.1 X 射线发生器部分和机柜 

3.1.1.1 发生器类型：高功率旋转靶发生器 

#3.1.1.2 最大输出功率：≥ 9kW 

3.1.1.3 管电压：≥20～45KV 

#3.1.1.4 管电流：≥10～200mA 

3.1.1.5 阳极类型：转靶，铜（Cu）、钴（Co）各一个 

3.1.1.6 X射线防护标准: 安全连锁机构、剂量符合国标≤1.0μsv/h 

*3.1.1.7 焦斑尺寸：≤0.4 x 8mm 

3.1.1.8 电子枪灯丝材质：钨 

3.1.1.9 灯丝数量：≥9 根 

3.2 测角仪部分 

3.2.1 测角仪：立式测角仪，采用光学编码器技术 

*3.2.2 测角仪半径：≥300mm 

3.2.3 2θ扫描范围：≥0°～160° 

3.2.4 角度重现性：≤0.0001 

3.2.5 扫描方式：/测角仪，样品水平不动 

3.2.6 可读最小步长：≤0.0001 

*3.2.7驱动方式：交流伺服电机驱动 + 双光学编码器 

3.2.8程序自动可变三狭缝系统： DS狭缝0.01~7mm；SS、RS狭缝0.01~20mm 

（使用聚焦法光学系统时可以设定照射面积。） 

#3.2.9 仪器调整：仪器具有全自动调整程序,进行全自动光路调整功能；同时，用户亦可手动调整光路系统。 

3.2.10 光路各器件，均带有智能识别标记，可被衍射仪自动识别。 

3.2.11有智能的人机对话界面，在方便用户操作的同时，帮助用户得到专家级的测试结果。 

3.3 探测器部分 

3.3.1新型超高速二维硅像素探测器 

*3.3.1.1 检测方式：X射线光子直读 

3.3.1.2像素数：≥290,000个 

3.3.1.3 像素尺寸：≤100×100μm 

3.3.1.4有效面积：≥2900mm2，空间分辨率高，直接检测像阵列探测器 

3.3.1.5静态角度：≥14.7°（测角仪半径300mm情况下） 

3.3.1.6动态范围：＞2.9 x 1011 cps，读取速度快 

3.3.1.7 单像素动态范围：≥1 x 106 cps 

3.3.1.8 可以完成2D、 1D、0D的快速切换。2D模式可测量德拜环。 

3.3.1.9 通过高低能量甄别器抑制X射线荧光效应 

#3.3.1.10 配置高速读取电路，读取时间≤3.7ms，适合进行原位和时间分辨测量 

3.3.1.11 背景：≤0.05 cps 

3.3.1.12 完全免维护 

3.4多层膜反射镜 

3.4.1 使用波长：CuKα 

3.4.2 发散角度：≤0.04° 

3.4.3 Kα/Kβ纯度：≥99.5% 

#3.4.4 切换方式：聚焦光路及平行光路在计算机上通过软件自动切换，切换后无需调整光路 

3.4.5 调整方法：配置马达可进行自动调整 

3.5聚焦光束附件 

3.5.1 将线平行光束转变为点聚光光束 

3.5.2 样品位置的照射直径≤φ0.4mm（垂直入射时） 

3.6 大尤拉环样品台 

3.6.1 Χ-轴范围 ：≥-5°～+95° 

3.6.2 Φ-轴范围 ：≥0°～360° 

3.6.3 Z-轴范围 ：≥4mm 

3.6.4 最大承重：≥2kg 

3.7微区微量测量单元 

3.7.1 X，Y轴移动范围：≥±10mm 

3.7.2 Z轴移动范围：≥±6mm 

3.7.3 Ф轴移动范围：360°旋转 

3.7.4样品尺寸：Ф≥50mm，厚≥15mm 

3.7.5 样品观察装置：小型彩色CCD监视器 

3.7.6 样品调整：样品台有X射线自动调整功能，及样品自动定位功能 

3.7.7 配置2个准直管：直径0.5mm、0.8mm 

3.8 极图和应力分析附件 

3.8.1 极图分析软件 

3.8.2 应力分析软件 

3.9 数据处理软件 

3.9.1 物相定性分析 

3.9.2 物相RIR定量分析 

3.9.3 图谱处理,包括:平滑,背景扣除，寻峰，点阵参数精密化，晶粒大小与晶胞畸变&结晶度分析等 

3.10 循环水冷系统及仪器控制和数据采集系统 

循环水冷系统 

3.10.1 工作要求：连续工作 

3.10.2 控温精度：≤2℃ 

3.10.3 供水流量：满足发生器要求 

3.10.4 进水温度：可调，保证主机正常运转 

仪器控制和数据采集系统 

3.10.5计算机 

电脑：OS：WIN10 英文 

CPU：不低于I7 

内存：8G 

硬盘：1T 

显示器： 27” 

打印机：1台 

品目3：二维广角数据测量系统 

3.1X射线光源部分 

3.1.1高压发生器 

3.1.1.1 类型：Mo波长微焦斑转靶光源 

#3.1.1.2 最大输出功率：≥1000 W 

3.1.1.3 额定管电压：≥20~50kV 

3.1.1.4 额定管电流：≥10~20mA 

3.1.2 旋转阳极 

3.1.2.1 阳极材料：高纯钼（Mo） 

3.1.2.2 电子枪灯丝材质：钨（W） 

3.1.3X射线焦斑 

3.1.3.1 靶上焦斑：≤100×150 μm2 

#3.1.4额定功率下的实测通量：≥80 kW/mm2 

3.2 X射线聚焦装置 

3.2.1 出射的光束发散度：≤4 mrad 

3.2.2 光谱纯度：Kα纯度：≥97%；K / K≤ 0.05% 

3.2.3 焦点处光斑尺寸（FWHM）：≤200m 

3.2.4 光斑聚焦在样品上 

3.2.5 提供符合要求的聚焦镜支架和准直管（含配套接口） 

*3.2.6 聚焦镜长度：≥150mm 

3.3 新型超高速二维硅像素探测器 

*3.3.1 检出方式：X射线光子直读 

3.3.2 有效面积：≥77 mm × 80mm 

#3.3.3 像素大小：≤100μm× 100μm 

3.3.4 像素数：≥596,000个 

3.3.5 超高的动态范围：＞6 x 1011 cps 

#3.3.6 配置高速读取电路，读取时间≤3.7ms，适合进行原位和时间分辨测量 

3.3.7 背景：≤0.01 cps 

3.4 光学系统 

3.4.1 中间管 

3.4.2 准直管：直径≤0.5mm 

3.4.3 防护针孔 

3.4.4 光束阻挡：Y轴≥±5mm、Z轴≥±5mm 

3.4.5 样品观察用相机：包含CMOS摄像头模块、变焦镜头、半镜各一套。 

3.5 样品台 

3.5.1 Z轴移动范围：≥±25 mm 

3.5.2 Y 轴移动范围：≥±50 mm 

3.5.3 Ry 轴移动范围：≥±10 deg 

3.6原位拉伸台 

3.6.1拉力：≥200N 

3.6.2温度范围：≥-150℃~350℃ 

3.7 软件 

3.7.1 系统控制软件 

3.7.2 2D 图谱处理软件 

3.8 循环水冷系统及仪器控制和数据采集系统 

循环水冷系统 

3.8.1 工作要求：连续工作 

3.8.2 控温精度：≤2℃ 

3.8.3 供水流量：满足发生器要求 

3.8.4 进水温度：可调，保证主机正常运转 

仪器控制和数据采集系统 

3.8.5计算机 

电脑：WIN10 (英文专业 64bit ） 

CPU：intelI7或以上 / 8G内存 / 500GB硬盘 

显示器：27” 

打印机：1台 

品目4：微区X射线应力测量系统 

3.1 X射线光源部分 

3.1.1 X射线发生器部分和机柜 

#3.1.1.1 最大输出功率：≥3kW 

3.1.1.2 管电压：≥20～50KV 

3.1.1.3 管电流：≥2～50mA 

3.1.1.4 X射线防护标准: 安全连锁机构、剂量符合国标≤2.0μsv/h。 

3.1.1.5 X射线防护装置：安全连锁机构和X射线快门双重防护装置。 

3.1.2 X射线光管 

3.1.2.1 阳极材质：Cr（铬）靶、V（钒）靶、Mn（锰）靶各一个 

#3.1.2.2 焦斑大小：≤1×10 mm2 

3.1.2.3 X射线光管为标准尺寸，可以与其他厂家的光管互换使用。 

3.2 角度仪部分 

3.2.1 2θ扫描范围：≥98°～168° 

3.2.2 ψ角度范围：≥0°～60° 

3.2.3 振荡范围：ψP ≥ ±1°~ ±10° 

*3.2.4 距离：X射线源-样品：≥265mm，样品-探测器：≥210mm 

3.3 探测器部分 

3.3.1 一维半导体阵列探测器 

*3.3.1.1 通道数：≥1024道 

3.3.1.2 最大计数：≥1 x 109 cps 

3.3.1.3 2θ角度分辨率：≤0.02° 

3.3.1.4 背景：≤0.1 cps 

*3.3.1.5 有效面积：≥768mm2 

3.3.1.6 完全免维护 

3.4 自动XYZ样品台 

3.4.1 最大样品空间：≥720(W) × 560(D) × 335(H) mm 

#3.4.2 最大负载：≥20 kg 

3.4.3 工作台尺寸：≥150 mm×150 mm 

3.4.4 行程：X-Y轴≥±50 mm，Z轴≥-5~35 mm 

*3.4.5 最小步长：≤0.1 μm 

3.5 样品对准系统 

3.5.1 CCD摄像头 

3.5.1.1 放大率：22倍~135倍 

3.5.1.2 焦距：90mm 

3.6 入射准直器 

3.6.1 入射准直器直径：φ30 μm, φ50 μm, φ100 μm, φ300 μm, φ2 mm and φ4 mm 

3.7 数据处理软件 

3.7.1 残余应力测量及数据处理软件 

3.7.2 残余奥氏体定量及数据处理软件 

3.8 循环水冷系统及仪器控制和数据采集系统 

循环水冷系统 

3.8.1 工作要求：连续工作 

3.8.2 控温精度：≤℃ 

3.8.3 供水流量：满足发生器要求 

3.8.4 进水温度：可调，保证主机正常运转 

仪器控制和数据采集系统 

3.8.5计算机 

电脑：OS : WIN10英文 

CPU: 不低于I7 

内存：8G 

硬盘：1T 

显示器：27” 

显卡：2G独立显卡 

光驱：8X 

打印机：1台 

四、服务要求 

1、质保期：卖方提供1年的免费质保，质保期自仪器验收签字之日起计算。 

2、维修响应时间：在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 

3、卖方负责设备终身维修。 

4、软件升级：卖方免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。 

5、技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 

五、调试安装验收 

1、技术文件：卖方提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。 

2、设备安装、调试和验收：卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 

六、其他要求
1.交货时间：签订合同后6个月
2.交货地点：北京科技大学
3.接受进口产品投标，进口产品可报免税价（详见投标人须知资料表）
报名登记表

	*项目名称
	

	*招标编号
	

	*报名单位名称
	

	*报名包号
	

	*地   址
	

	*联系人
	
	
	

	*手机
	

	*电子邮箱
	

	报名时间
	     年   月   日（现场报名，请到场填写）

	中标服务费发票信息请仔细填写，小规模纳税人请按需填写

	*纳税人识别号
	

	地址、电话
	地址：

电话：

	开户行及账号
	

	声  明
	投标人代表请正确填写电子邮箱。购买文件后，有关项目的任何通知均通过邮件发送，请您及时查收并回复。

所填表格项目名称正确，所填内容正确、属实。填写的所投包号（如有）与开标时实际投标包号一致。

投标人将承担选错登记表、登记信息错误、缺失和因字迹潦草导致登记信息含义不明所带来的一切损失和后果。


邮件标题为：公司名称+招标编号
